Title: High Density Integrated Circuits And The Method Of Packaging The Same 

Applicant: Daniel Wang 
Application No.: 10/736,486 



*0> 



1/5 



□ 



Prior Art 

Figure 1 

Perimeter I/O 




Prior Art 
Figure 2 

Staggered Perimeter I/O 




Figure 3 

Full Array 



Figure 4 

Depopulated Array 




Figure 5 

Random Array 



Title: High Density Integrated Circuits And The Method Of Packaging The Same 

Applicant: Daniel Wang 
Application No.: 10/736,486 



2/5 




Figure 7 




Figure 8 



Title: High Density Integrated Circuits And The Method Of Packaging The Same 

Applicant: Daniel Wang 
Application No.: 10/736,486 



3/5 

20 




Figure 10 



Title: High Density Integrated Circuits And The Method Of Packaging The Same 

Applicant: Daniel Wang 
Application No.: 10/736,486 



4/5 




%8§§§§§@§§§§§§§§§§& 




□□□□□□□□□□□□□□ Dt 

□□□□□□□aanaDDDDao] 



□□□□□□□□□□□□□□□□□a 




&8§8#§§§§§§§§§#888& 



Title: High Density Integrated Circuits And The Method Of Packaging The Same 

Applicant: Daniel Wang 
Application No.: 10/736,486 

5/5 



18 



©0©©00©©©©©0©©©©©©© 
©©©©©©©©©©©©©©©©©©©. 
©©©©©©©©©©©©©©©©©©© V 
®©©©©©©©©©©©©©©©©©©H^ 
©©©©©©©©©©©©©©©©©©©- 
©©©©©©©©©©©©©©©©©©© 
©©©©©©©©©©©©©©©©©©© 
©©©©©©© , , ©©©©©©© 



©©©©©©© 
©©©©©©© 
©©©©©©© 
©©©©©©© 




©^©©©© 




©©©©©U© 
©©©©©© 

©©©©©©0~%28 



J<t^ 

®©©©©©©®©©©©©©©©©©©~~^ 
©©©©©©©©©©©©©©©©©©© 
©©©©©©©©©©©©©©©©©©© 
©©©©©©©©©©©©©©©©©©© 
©©©©©©©©©©©©©©©©©©© 
©©©©©©©©©©©©©©©©©©© 
©©©©©©©©©©©©©©©©©©© 



20 



16 



Figure 12 



